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Baugruppenreinigung

Fur die Flussmittelentfernung von Baugruppen ist ein breites Spektrum von wasser-
und |dsemittelbasierenden Reinigungsmedien verfigbar. Das Produktportfolio bietet
verschiedene Technologien, die eine exzellente Reinigungsleistung auf den neuesten
Lotpasten und Flussmitteln erzielen und alle géngigen Reinigungsprozesse abdecken.
Dazu zéhlen pH-neutrale sowie alkalische Produkte, die Uber eine hervorragende
Materialvertréglichkeit mit jeder Art von Bauteil und Substrat verfugen.
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@ Hauptanwendung — Produkt ist speziell fir diese Anwendung entwickelt

®  Zusatzliche Anwendung — Produkt ist fir diese Anwendung geeignet

For weitere Informationen Gber Produkte zur Badiberwachung, Oberfléchenanalyse und Reinigeraufbereitung siehe die Broschire
Produkte zur Prozessoptimierung.



Leistungselektronik Reinigung

ZESTRON:s Portfolio fur Leistungselektronik, wie z.B. Power Module/ DCBs, Lead-
frames und Discrete Devices, beinhaltet wasser- und |6semittelbasierende Reinigungs-
medien unterschiedlicher Technologien. Jeder Reiniger verfigt Gber eine exzellente
Reinigungsleistung und Materialvertréglichkeit. Alkalische sowie pH-neutrale Reiniger
bieten Lésungen fur jegliche Materialien, wie z.B. sensitive Metalle, Chips sowie
Passivierungen, und bieten eine hervorragende Entoxidation von Kupfersubstraten
und damit optimale Konditionen fir nachfolgendes Drahtbonden und VergieBBen.
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e
Package und Wafer Reinigung

ZESTRON bietet diverse wasser- und Iésemittelbasierende Reinigungsmedien for
Advanced Packages, insbesondere zur Flussmittelentfernung nach dem Die Attach bei
FlipChips, SiP und CMOS vor dem Underfill, Drahtbonden und VergieBen sowie nach
dem Wafer-Bumping. Die hervorragende Reinigungsleistung unter Low-standoffs und
die Vertréglichkeit mit den verschiedensten Materialien sind die Kerneigenschaften der
Reiniger. Sie sorgen fur eine void-freie Underfillbenetzung und gute Drahtbondqualitét
und vermeiden Delamination und Wafer-Bump Angriffe.
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SMT Schablonen-, Sieb- und
Fehldruck-Reinigung

Zur Entfernung von Lotpasten von Schablonen, Sieben und Rakeln steht ein komplettes
Sortiment an wasser- und |8semittelbasierenden Reinigungsmedien zur Verfigung,
einschlieBlich spezifischer Lésungen fur SMT-Kleber, Dickfilmpasten, Wérmeleitpasten
sowie spezieller Verfahren wie die Unterseitenreinigung in SMT-Druckern oder die Fehl-
druckreinigung.
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Lotrahmen-, Kondensatfallen- &
Werkzeugreinigung

ZESTRON bietet ein komplettes Sortiment an wasser-, tensid- und l8semittelbasieren-
den Reinigungsmedien fur Létrahmen, Lackierrahmen, Kondensatfallen, Warentréager,
Lstéfen, Dispensernadeln und andere Maschinenteile. Eingebrannte Flussmittel und
Ausgasungen von Baugruppen, die durch den Létprozess verursacht werden sowie
ungelétete Lotpaste, Lacke und SMT-Kleber werden somit sicher entfernt.
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Umwelt- & Arbeitsschuiz

Alle Reinigungsmedien von ZESTRON sind konform mit RoHS I, Il & IlIIl/WEEE, GHS/CLP
und REACH und beinhalten keinerlei Substanzen der SVHC oder S.I.N. Liste. Es werden
nur Rohstoffe mit héchster Arbeitssicherheit und Umweltvertréaglichkeit verwendet.

FUr weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter: info@zestron.com

Produkttechnologien & Marken

Losemitteltechnologie - ZESTRON

ZESTRON® Produkte sind moderne Lésemittel, die fir high-end Reinigungsanwendungen
entwickelt wurden. Sie bieten ein breites Prozessfenster fir die Entfernung von diversen
Verunreinigungen, eine lange Badstandzeit sowie die héchsten Arbeitssicherheitsstandards
verglichen mit einfachen Alkoholen oder halogenierten Lésemitteln.

FAST® Technologie - ATRON

ATRON® Produkte sind eine neue Generation von Tensiden basierend auf der Fast Acting
Surfactant Technology. Sie bieten eine herausragende Reinigungsleistung, speziell bei kur-
zen Kontakizeiten, und eine hohe Badbeladungskapazitat im Vergleich zu konventionellen
Tensiden.

MPC® Technologie - VIGON

VIGON® Produkte basieren auf der Micro Phase Cleaning Technology. Sie sind wasser-
basierende, tensidfreie Reinigungsmedien, die ein breites Prozessfenster fir diverse
Reinigungsanwendungen bieten. lhre sehr lange Badstandzeit fGhrt zu niedrigen Betriebs-
kosten. Sie haben keinen Flammpunkt und niedrige VOC-Werte.

Einphasige Technologie - HYDRON

HYDRON® Produkte sind wasserbasierende, einphasige Reiniger, die auch bei einge-
schrénkter (limitierter) Anlagentechnik Uber eine exzellente Einsatzféhigkeit bzw. ein brei-
tes Prozessfenster verfigen. Sie bieten eine sehr gute Spilbarkeit und kénnen problemlos
filtriert werden, um die Badstandzeit zu verlédngern und Kosten zu senken.

Weitere Informationen zum Produkit

»

Technische Information
Informationen Uber das Produkt, seine
Anwendungen, Vorteile und physikalischen Daten

Material Compatibility
Ubersicht bzgl. der Materialvertréaglichkeit mit
Komponenten und Reinigungsanlagen

Sicherheitsdatenblatt
Informationen Uber die Zusammensetzung,
Arbeitssicherheitshinweise, Transport und Lagerung

»

MPC® Technologie Informationsblatt
Informationen Uber die wasserbasierende
Reinigungstechnologie

FAST® Technologie Informationsblatt
Informationen Uber die tensidbasierende
Reinigungstechnologie

HYDRONP® Technologie Informationsblatt
Informationen Uber die wasserbasierende,
einphasige Reinigungstechnologie



